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电子行业标准《半导体装备工厂设计规范》（以下简称《规范》）在

工业和信息化部的指导下，在中国电子技术标准化研究院电子工程标准定

额站的组织管理下，编制组按照《规范》编制大纲内容和时间要求，已顺

利地完成了《规范》征求意见稿编制工作任务。《规范》征求意见稿编制

工作情况说明如下：

一、工作简况

1、任务来源

《半导体装备工厂设计规范》由信息产业电子第十一设计研究院科技

工程股份有限公司提出，2022年 4月，工业和信息化部下达《工业和信

息化部办公厅关于印发 2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划

的通知》（工信厅科函〔2022〕94号），批准立项，项目计划编号：

2022-0113T-SJ。

2、工作过程

（1）工作准备

主编单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司接

到立项通知后，立即与相关组织单位、专家进行沟通联系，筹备召开《规

范》启动会。研究重点问题和解决方案，制定总体编制工作进度安排和分

工合作计划，编写开题报告，准备启动会暨第一次编制工作会议。

（2）成立编制工作组

根据本规范的技术内容和应用情况，编制组由国内主要的半导体装备

工厂项目设计院咨询单位、施工及项目管理单位、建设及用户单位、材料

供应厂家等单位组成。编制组涵盖了设计规划、施工安装、系统调试、运

行维护等全生命周期。

主要编制单位：
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信息产业电子第十一设计院科技工程股份有限公司、中国电子技术标

准化研究院、中国电子工程设计院有限公司、中微半导体设备（上海）股

份有限公司、北京北方华创微电子装备有限公司、上海盛美半导体设备有

限公司、益科德（上海）有限公司、栗田工业（苏州）水处理有限公司、

上海正帆科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司和惠亚

科技（苏州）有限公司。

编制组成员：

朱冬林、白焰、赵松、杜宝强、张家红、韩敏娟、李雷、邓阳、张志

强、孙海静、姚哲卿、李珊、阙秋荣、江勤平、晁阳、周品良、李瑞林、

王坚、江漪、王洋、杨琦、孙效义、王克明、胡天碧

（3）召开第一次编制工作会议

2022年11月10日，召开了编制组成立暨第一次编制工作会议，并形成

以下会议决议：

1）成立《规范》编制工作组，确定《规范》编制单位和编制工作组

成员。

2）通过了《规范》编制大纲，分配了《规范》编制任务，确定了《规

范》编制进度计划，明确规定严格按照编制大纲进行编制工作，按计划完

成编制工作任务。

3）会议明确了《规范》编制工作要求，技术内容要做到定性定量、

协调一致、结构清晰、简洁无误、用词准确、表述一致等。

4）会议要求编制过程中要贯彻国家政策，符合法律法规；以行之有

效的经验和成果为依据；相关标准要协调配套，避免重复或矛盾；符合标

准编写规定。确保按工业和信息化部的计划要求完成编制任务。
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第一次工作会议之后，编制组根据第一次编制工作会议通过的《编制

工作大纲》和各起草单位及起草专家提出的意见和建议，进行认真分析整

理，逐章、逐节、逐条修改、完善。经主编单位统稿，于2023年10月形成

《规范》初稿。

（4）召开第二次编制工作会议

2024年 8月 14日，召开了第二次编制工作会议。会议主要工作内容：

1）会议对《规范》(初稿)逐章、逐节、逐条进行讨论，并形成统一

意见。

2）会议明确《规范》(初稿)中“节水节能绿色低碳环保”章节的相关内

容按照各专业对应关系拆分后并入各专业章节的内容；取消了“总体规划”

章节中和《工业企业总平面设计规范》中重复的内容；取消了“气体动力”

章节中和《硅集成电路芯片工厂设计规范》中重复的内容。

3）会议要求结合现行国家有关法律、法规、全文强制性规范和现行

国家标准对本《规范》(初稿)进行完善，补充相应的条文说明并形成征询

意见稿。

4）会议对下步编制工作进行安排，并重申要严格按照《<规范>工作

大纲》按时完成编制任务，确保编制质量。

二、编制原则和主要内容

1、 编制原则

1）与工程建设标准体制改革相协调，满足改革的需要。

2）与电子行业项目的分类相适应，合理界定范围，实现电子行业项

目全覆盖。

3）对标国际标准，适度领先，以国际先进水平提出具体技术要求。

4）与建设部全文强制性规范，与电子系统全文强制性规范，与在
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用的国家、相关行业、电子行业的规范、标准相协调。

5）与国家法律法规及相关产业政策相协调。

2、 主要内容

1）本规范针对新建、改建、扩建的半导体装备工厂项目提出具体要

求。

2）作为强制性国家标准的配套标准，完善半导体装备工厂的设计、

施工、验收及运维，补齐现有规范中的短板。

3）参考《建筑设计防火规范》、《电子工业洁净厂房设计规范》、

《洁净厂房设计规范》、《硅集成电路芯片工厂设计规范》、《特种气体

系统工程技术标准》等。

3、解决的主要问题

1）结合集成电路行业的产业特色，通过调研的方式，收集分析典型

半导体装备工厂项目设计与运行经验和数据，提出了符合实际且具有前瞻

性的技术条款和技术数据。

2）结合半导体装备工厂的设计、施工、运维管理方式，结合半导体

装备技术的发展水平，提出适宜的技术及管理要求。

3）根据国内已实施并运行的相关半导体装备工厂项目实际情况，提

供了充分具备可实施性技术指标和要求。

三、主要验证情况分析

编制单位对半导体装备工厂项目设计、施工、运行与维护管理等环节

具有丰富的项目经验，承接了多个半导体装备工厂的设计和 EPC总承包

项目，建成半导体装备工厂运行稳定、安全可靠并符合安全、环保、节能、

劳动安全和职业卫生的要求。

工程质量对半导体装备应用有一定的影响。由于半导体装备工厂是由

众多机电系统组成的综合性系统，工程质量直接关系到整个动力系统运行
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的稳定性、可靠性和可持续性。因此，在工程施工和调试运行时一定要全

面考虑，严格把关，确保安装质量。

四、标准中涉及专利情况说明

本《规范》不涉及知识产权问题。

五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的

对比情况

本《规范》无可对标的国际、国外标准。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协

调性。

《规范》严格按照《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）

规定，结合《标准化工作导则》（GB/T1）的相关要求编制。

《规范》所提出的内容、深度或格式要求，与相关的国家、行业标准、

规范、规程相协调，特别是与强制性标准的一致性；同时还考虑到与相关

国际标准的衔接、协调问题，以及与国际工程惯例相互适应的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

《规范》在编制过程中没有重大分歧意见。

八、标准性质的建议说明

本规范为半导体装备工厂设计、施工、验收及运维管理提供统一标准。

我国正在全力发展具有自主知识产权的集成电路产业，在人力、物力、技

术等各方面都具有天然优势及后天条件。半导体装备工厂设计规范，有助

于规范、指导半导体装备工厂工程建设，推动集成电路技术的良性发展，

进一步促进半导体装备工厂工程建设，对完善半导体装备工厂规范体系有

重要的意义。
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考虑到目前国内外标准的不一致性以及各类半导体装备工厂在设计

和运行环境上的差异性，推荐性标准可以在提供统一指导的同时，给予设

计和施工单位一定的灵活性，允许其根据具体项目的需求和环境特点进行

调整和优化。此外，推荐性标准的实施可以鼓励各单位在实践中总结经验，

不断完善和提升半导体装备工厂项目的设计，为未来制定更加科学、合理

的强制性标准打下坚实基础。因此，编制组建议本《规范》定为推荐性标

准较为合适。

《集成电路实验室设计规范》编制组

2025年 1月 5日
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